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一、报告简介

智研咨询发布的《2026-2032年中国聚合物基导热界面材料（TIM）行业市场发展态势及发
展趋向研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投
资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动
向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心
等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论
到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/1246053.html

报告价格：电子版: 9800元    纸介版：9800元    电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-600-8596、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: kefu@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美
观。
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二、报告目录及图表目录

报告导读：
聚合物基导热界面材料（TIM）作为电子热管理核心材料，以聚合物为基体、高导热填料为
功能相，按应用位置分为高标准的TIM1与性能要求较低的TIM2。在国家新材料产业相关政
策扶持下，行业受益于AI、5G、新能源汽车等下游领域驱动，全球及中国市场规模稳步扩
张，且中国市场增速高于全球。其中，“AI+”浪潮拉动电子器件高端散热需求，数据中心、A
DAS等领域突出，预计2033年ADAS相关TIM市场规模达6亿美元。当前竞争格局呈现国际
巨头主导高端市场、本土企业加速追赶突破的态势，回天新材等本土龙头通过技术攻关切入
高端供应链。未来，行业将围绕技术升级、国产替代与场景适配三大方向发展，ADAS、数
据中心等细分领域将成为重要增量市场，定制化解决方案与产业链协同将成竞争核心。
基于此，依托智研咨询旗下聚合物基导热界面材料（TIM）行业研究团队深厚的市场洞察力
，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《2026-2032年中国聚合物基导热界
面材料（TIM）行业市场发展态势及发展趋向研判报告》。本报告立足聚合物基导热界面材
料（TIM）新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投
放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋
行业发展新格局、新机遇，推动聚合物基导热界面材料（TIM）行业发展。
观点抢先知：
行业概述：聚合物基导热界面材料（TIM）是电子热管理的核心功能材料，以聚合物为基体
、高导热填料为功能相，核心作用是填充发热器件与散热器间的微观间隙、驱逐空气、降低
接触热阻，保障器件稳定高效运行。按照在电子元器件中的具体应用位置，热界面材料可划
分为TIM1和TIM2两大类型。其中，TIM1是用于芯片与封装外壳之间的热界面材料，由于直
接接触发热量巨大的芯片，这类材料需满足低热阻、高热导率的核心要求，同时热膨胀系数
要与硅片高度匹配，且对电气绝缘性有着严苛标准。TIM2则是封装外壳与热沉之间的热界
面材料，整体性能要求低于TIM1；TIM1通常采用高导热性粉体填充至含硅或非硅聚合物液
体、相变聚合物中，最终形成浆状、泥状、膏状或薄膜状的复合材料，常见品类包括导热膏
、导热胶、相变材料等。
行业政策：聚合物基导热界面材料（TIM）隶属新材料产业领域，而新材料产业是衡量国家
科技竞争力与高端制造水平的核心支柱。国家高度重视该领域发展，已将新材料产业纳入战
略性新兴产业重点培育方向，先后出台《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增
长极的指导意见》《质量强国建设纲要》《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》
《产业结构调整指导目录（2024年本）》《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2
025—2027年）》等一系列政策文件，从技术研发、产业化应用、标准体系建设、市场推广
等多维度提供支持，为聚合物基导热界面材料行业突破高端技术壁垒、加速国产化替代、拓
展新能源汽车、AI服务器等新兴应用场景筑牢政策根基。
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全球TIM市场销售额：近年来，在AI、5G通信、新能源汽车、消费电子等下游核心应用领域
的快速迭代驱动下，全球热界面材料市场规模呈稳步扩张态势。数据显示，2024年全球TIM
市场销售额已达20.12亿美元，预计到2031年将攀升至41.48亿美元，2025至2031年期间年
复合增长率高达10.74%，行业整体增长动能强劲。
中国TIM市场销售额：在国内市场，随着5G技术全面商用化落地、电子材料国产化替代进程
加速推进，叠加导热散热材料在新能源汽车、动力电池、数据中心等新兴领域的应用场景持
续拓宽，我国热界面材料市场迎来发展黄金期。2024年中国TIM市场规模已突破10.27亿美
元，预计2031年将增长至21.64亿美元，年复合增长率达到11.09%，增速显著高于全球平均
水平，展现出强劲的发展潜力。
细分市场情况：“AI+”浪潮的全面席卷将持续拉动电子器件的高端散热需求，尤其在数据中
心、高级驾驶辅助系统（ADAS）、消费电子、电动汽车等领域表现突出。数据中心领域正
从“智能计算”向“智算中心”升级，市场投入保持高速增长；ADAS领域中，传感器、摄像头、
处理器等核心电子组件的集成度不断提升，运行过程中产生的热量持续增加，散热问题已成
为制约产品性能与安全性的关键瓶颈，若热管理不当，不仅会影响计算效率，更可能造成器
件永久性损坏，引发技术与安全风险。据预测，到2033年，ADAS传感器和电子控制单元（
ECU）对应的TIM市场规模将达到6亿美元，成为行业重要的增量市场。
企业竞争格局：中国聚合物基导热界面材料行业的竞争格局，清晰地呈现出“国际巨头主导
高端、本土企业追赶并实现结构性突破”的动态平衡态势。以德国汉高、美国陶氏化学、日
本信越化学等为代表的国际化工材料巨头，凭借数十年的技术积淀、深厚的专利壁垒和全球
化客户体系，在半导体封装、高端通信设备等对材料性能与可靠性要求严苛的高端市场占据
着主导地位。与此同时，以回天新材、飞荣达、中石科技、鸿富诚等为代表的本土领军企业
，已从早期依赖成本优势和本地化服务、主导消费电子等中低端市场的阶段，成功迈入新的
发展层级。它们通过持续的“产学研”协同研发，不仅在高导热、无硅化等关键技术领域取得
实质性突破，更已成功切入新能源汽车、5G基站及部分先进封装等高端供应链，从过去的“
追赶者”转变为在特定赛道与巨头直接竞争的“有力参与者”，正系统性推动国产化率提升与市
场格局的重塑。
行业发展趋势：中国聚合物基导热界面材料行业未来将围绕技术升级、国产替代与场景适配
三大核心方向演进：技术层面，将聚焦高导热纳米填料复合、无硅化配方优化及多功能集成
创新，推动材料向更高导热效率、更优环境兼容性及智能响应特性升级；产业层面，产业链
协同深化趋势显著，本土企业将加速突破高端填料等上游关键材料瓶颈，依托政策扶持与产
学研合作完善标准体系，推动国产化替代从消费电子向半导体封装、高端车规等领域延伸；
应用层面，伴随AI服务器、5G基站、新能源汽车等高端装备迭代，定制化解决方案成为竞
争核心，企业将深化与终端客户的协同开发，精准匹配不同功率密度与工况需求，拓展细分
市场空间。
报告相关内容节选：
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报告目录：

第一章 聚合物基导热界面材料概述
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第二节 聚合物基导热界面材料发展历程
第三节 聚合物基导热界面材料产品主要分类
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第三节 聚合物基导热界面材料行业技术环境分析
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第一节 2021-2025年全球聚合物基导热界面材料行业发展概况
第二节 世界聚合物基导热界面材料行业发展走势
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二、全球聚合物基导热界面材料行业发展趋势预测
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